Q IFixiT

Reemplazo de la placa hija del Moto C Plus

Usa esta guia para remover la placa hija que...




INTRODUCCION

Usa esta guia para remover la placa hija que incluye el motor de vibracién en el Motorola Moto C
Plus.

HERRAMIENTAS:

Spudger (1)

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
iOpener (1)

Tweezers (1)

Paso 1 — Tapa trasera

(@ Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

® |nserta una ufa de tu pulgar, una espatula, en la muesca de la parte inferior derecha para
empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.

® Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa
trasera hasta que puedas agarrarla bien.


https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/tweezers

Paso 2

® | evanta el teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Bateria

® Usa un spudger o uia para levantar la bateria comenzando en la muesca en la parte inferior
izquierda.

® | evanta la bateria de su z6calo y remuévela.



Paso 4 — Tapa de la placa hija

Conptincs oor ey v, i ® Remueve los seis tornillos
| Phillips #00 (3.1 mm de largo)

Paso 5

® Aplica un spudger en el lado derecho de la cubierta de la tarjeta hija.

® Gira el spudger hacia un lado para levantar la cubierta de la placa hija hasta que consigas un
buen agarre.

® Retira la tapa de la tarjeta hija.



Paso 6 — Placa hija

® Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de antena.

Paso 7

® Utiliza la punta de un spudger para abrir la tapa marrén del conector ZIF que sujeta el cable
de interconexion en su lugar.

Al volver a ensamblar, asegurate de que la linea blanca del cable esté alineada con la tapa
cerrada.



Paso 8

® Utiliza un par de pinzas para sacar el cable flexible de interconexion del conector ZIF.

Paso 9

® Prepara un iOpener y aplicalo en
la parte inferior de la pantalla
durante al menos dos minutos
para aflojar el adhesivo debajo de
la placa secundaria.



https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentamiento+de+iOpener/25705

Paso 10

® Aplica una pua de apertura en el borde inferior de la placa hija.

® Desliza con cuidado la pua de apertura por debajo de la placa hija para cortar el adhesivo por
debajo.

(@ Ten cuidado de cortar el adhesivo debajo del motor de vibracién.

® Desliza la pua de apertura de derecha a izquierda para cortar todo el adhesivo.

Paso 11

® Remueve la placa hija incluyendo
el motor de vibracion.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.



